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Abstract (en)
In a process for releasing the contacts of a sticking relay (14), whose one contact (20) is arranged in a fixed position and whose other contact (22) is
arranged on the ferromagnetic relay armature (34), which relay armature is drawn with its contact (22) towards the fixed-position contact (20) by the
application of an electrical voltage to the relay coil (46) winding, and which drops again when no current is passing through the relay coil (46) and
the relay (14) is intact, as a result of which the two contacts (20, 22) are separated from one another again, sticking together of the relay contacts
(20, 22) is detected and, in the event of relay contacts (20, 22) sticking together, an AC voltage or a pulsating DC voltage is applied to the relay coil
(46) winding.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Lösen der Kontakte eines klebenden Relais (14), dessen einer Kontakt (20) ortsfest und dessen anderer Kontakt (22)
am ferromagnetischen Relaisanker (34) angeordnet ist, der mit seinem Kontakt (22) durch Anlegen einer elektrischen Spannung an die Wicklung
der Relaisspule (46) zum ortsfesten Kontakt (20) hin angezogen wird und der im stromlosen Zustand der Relaisspule (46) bei intaktem Relais
(14) wieder abfällt, wodurch die beiden Kontakte (20, 22) wieder voneinander getrennt werden, wird ein Zusammenkleben der Relaiskontakte (20,
22) festgestellt und wird bei zusammenklebenden Relaiskontakten (20, 22) eine Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung an die
Wicklung der Relaisspule (46) angelegt.
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